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IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

特長

1. COM-HPC® 規格適合コネクタ ​(ウェルドタブ付きバージョン)

2. 高速伝送対応
	 PCIe Gen5(32GT/s)、Gen6(64GT/s PAM4)、
	 100Gb Ethernet​ (4×25Gb)

3. 低背
	 スタッキングハイト 5mm、10mm​

4. 多極、高密度
	 400芯 (0.635mmピッチ)​

5. 様々なレイアウトに対応出来るオープンピンフィールド設計​

6. 実装信頼性の高いBGA構造 (Pin- in-Ball)

7.  Samtec社「COM-HPC® Connector」正式ライセンス供与品​​
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IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

製品規格

定格電流 0.25A、 1.2A（注 1） 使用温度範囲（注 2） -55 ～ +125℃

定格電圧 150V AC 保存温度範囲（注 3） -10 ～ +60℃

項目 規格 条件

接触抵抗 50mΩ以下 100 mA 以下 (DC or 1,000Hz) で測定

絶縁抵抗 5,000MΩ以上 100V DC で測定

耐電圧 絶縁破壊がないこと 460V AC で 1 分間印加

挿抜寿命
接触抵抗変化量 : 15mΩ以下
破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと

挿抜 100 回

耐振性
接触抵抗変化量 : 15mΩ以下
1 μs 以上の電気的瞬断がないこと
破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと

周波数 50 ～ 2,000 Hz
加速度スペクトル密度 0.04 g2/Hz
3 軸方向各 120 分以上試験する

耐衝撃性
接触抵抗変化量 : 15mΩ以下
1 μs 以上の電気的瞬断がないこと
破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと

加速度 980m/s2、 持続時間 6ms、
互いに直行する 3 軸方向各 3 回試験する

熱衝撃 接触抵抗変化量 : 15mΩ以下
耐電圧 : 460V AC
絶縁抵抗 : 5,000MΩ以上
破損、 ひび、 部品のゆるみがないこと

温度 (℃ ) -55 → 25 → 85 → 25
時間 ( 分 ) 30 → - → 30 → -
100 サイクル試験

温湿度サイクル
温度 25 ～ 65 ℃、 240 時間
相対湿度 90 ～ 98 %

耐熱性 接触抵抗変化量 : 15mΩ以下 温度 105 ℃中に 250 時間放置

硝酸ばっ気試験 接触抵抗変化量 : 15mΩ以下

ガス曝露 : 硝酸蒸気
曝露時間 : 60 分
乾燥温度 : 50 ℃
測定 : 曝露後 1 時間以内

（注 1）1 列毎に１端子に電源供給した場合になります。
（注 2）通電時の温度上昇を含みます。
（注 3）ここでの保存とは、 基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。
（注 4）上記は規格の一部を示しております。詳細は規格表をご参照ください。

材質・処理

部品 材料 色／処理

絶縁物 LCP ナチュラル（ベージュ）

端子 銅合金
接触部 : ニッケル＋金めっき

その他 : ニッケルめっき

はんだボール (BGA) スズ (96.5)- 銀 (3)- 銅 (0.5) -

補強金具 銅合金 ニッケル＋金めっき

メタルキャップ ステンレス -
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IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

製品番号の構成
製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

 	■ レセプタクル

IT18 - 400 S - BGA #.#H
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ シリーズ名 IT18 ❹ 製品形状 BGA

❷ 極数 400 ❺ スタッキングハイト 3.5H: 5mm、 10mm

❸ コネクタ種別 S: レセプタクル ( ソケット )

 	■ プラグ

IT18 - 400 P - BGA #.#H
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ シリーズ名 IT18 ❹ 製品形状 BGA

❷ 極数 400 ❺ スタッキングハイト 1.5H: 5mm
6.5H: 10mm

❸ コネクタ種別 P: プラグ
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IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

SIデータ

● ピン配列
SI性能と信号密度を両立させるために下図のピン配置を標準とします。

Row a

Row b

Row c

Row d

（注１）提示データは解析による結果をリファレンスインピーダンス 92.5Ωで表示しています。
（注２）解析モデルにはビアと 2.82mm( 両サイドに 1.41mm ずつ ) の配線が含まれています。

● インピーダンス

● インサーションロスおよびリターンロス
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IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

レセプタクル

製品番号 HRS No. 極数 購入単位

IT18-400S-BGA-3.5H CL0636-8003-0-00 400 1リール 500 個巻き

0.2 ±0.1(TYP)

(0.09) 

70.63 ±0.15

9 ±0.1
11 ±0.3
(Cap)

24.76 ±0.3(Cap)

8 ±0.3(Cap)

19.76 ±0.3(Cap)

9

1.5 ±0.2 

0.635 ±0.13(TYP) 62.865 ±0.3

69.42 ±0.3

 1.5 ±0.2

67.12 ±0.3

1.3 ±0.2 

D1

A100

D100

1.39 ±0.2 

(3.84)
(TOP OF CAP TO 
 BOTTOM HOUSING)

 0.76 ±0.2 (TYP)

0.6 ±0.1(TYP)

3.64 ±0.15

●推奨ランドパターン寸法図

6.8

1.5

1.3 ±0.05

(Alignment pin)
0.635

φ0.975 ±0.05(NPTH)
(2PLCS)

φ0.356 ±0.05

70.63

69.42

67.12 ±0.05(Alignment pin)

62.865

1.3

67.12

φ0.95 ±0.05 (PTH)

8

19.76

24.76

9 1
12.4

2.2

D100 D1

A

B

D

C

321 A1
A100

CONNECTOR OUTLINE
OTHER COMPONENTS ON PCB 
SHALL AVOID THIS ZONE.0.08 X Y

0.05 X Y0.08 X Y

X

Y
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IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

プラグ

スタッキングハイト5mm

IT18-400P-BGA-1.5H

スタッキングハイト10mm

IT18-400P-BGA-6.5H

製品番号 HRS No. 極数 A B 購入単位

IT18-400P-BGA-1.5H CL0636-8001-0-00 400 3.31 3.51 1リール 425 個巻き

IT18-400P-BGA-6.5H CL0636-8002-0-00 400 8.31 8.51 1リール 150 個巻き

単位：mm

 1.39 ±0.2

3.31 ±0.15

 (0.7)

0.2 ±0.1(TYP)

(0.09) 

68.62 ±0.15

8.75 ±0.1

63.55 ±0.3(Cap)

9.45 ±0.3

(Cap)

7.5

1 ±0.2

 0.5 ±0.2

1.3 ±0.2

0.635 ±0.13 (TYP)

62.865 ±0.3

65.23 ±0.3

67.12 ±0.3

A1

D100

A100

 0.76 ±0.2 (TYP)0.6 ±0.1 (TYP)

(3.51)
(Top of Cap to 

Bottom of Housing)

●推奨ランドパターン寸法図

φ0.356 ±0.05

62.865

0.635

φ0.975 ±0.05

NPTH (2PLCS)

6.8

2.2

2.4

1

65.23

67.12 ±0.05 (Alignment Pin)

0.5

1.3 ±0.05

(Alignment Pin)

9.45

68.62

67.12

1.3

(C1.51)
(2PLCS)

φ0.95 ±
PTH

A1
A100

D100
D1

Connector outline (with Cap) 
Other components on PCB shall 

avoid this zone

A

B

C

D

0.05 3 2 1

0.08 X Y

0.05 X Y

0.08 X Y

X

Y
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=IT18-400P-BGA-6.5H%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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営業本部:神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https : / /www.h i rose .com

HIROSE

※ HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。

IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

互換製品番号リスト

仕様内容 ヒロセ製品番号 HRS No.
Samtec
製品番号

All best
製品番号

Amphenol
製品番号

BGA, 
Weld Tabs, 
0.25μm Gold

IT18-400P-BGA-1.5H CL0636-8001-0-00 ASP-230333-01 R-CM-HPC400-8AW1-FS103
10171123-
14340T1LF

BGA, 
Weld Tabs, 
0.25μm Gold

IT18-400P-BGA-6.5H CL0636-8002-0-00 ASP-230336-01 R-CM-HPC400-8AW2-FS103
10171123-
14840T1LF

BGA, 
Weld Tabs, 
0.25μm Gold

IT18-400S-BGA-3.5H CL0636-8003-0-00 ASP-230332-01 R-CF-HPC400-8AW1-FS103
10171124-
14373T1LF

かん合操作性
● かん合誘い許容量

● かん合時許容ずれ量
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https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=IT18-400P-BGA-1.5H%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=IT18-400P-BGA-6.5H%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
https://www.hirose.com/ja/product/search/?q=IT18-400S-BGA-3.5H%3ArecommendedSeries-desc%3AterminationProduct%3A
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営業本部:神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https : / /www.h i rose .com

HIROSE

※ HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。
※このカタログの内容は 2025年9月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。

IT18 Series/COM-HPC® 規格適合、超高密度、 低背、BGA メザニンコネクタ

推奨温度プロファイル
クリームはんだの種類およびメーカー、基板サイズ、その他の実装部材の影響等、条件により異なりますので、
実装状態を十分ご確認の上ご使用ください。

ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。
条件によって保証可否を検討させていただきます。

（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）

実装温度条件（参照）
● 鉛フリーはんだ使用

予備加熱 [TS]
(150 ～ 200℃ )

昇温速度
本加熱 [TL]

(217℃以上 )
ピーク温度 [TP] ピーク温度時間 [TP] 冷却温度

常温からピーク
までの時間

60 ～ 120 秒 3℃ / 秒 Max 40 ～ 150 秒 260℃ 30 秒 Max 6℃ / 秒 Max 8 分 Max
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